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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体部と、前記本体部の上面に設けられた枠部と、を有する基体と、
　前記枠部の内側であって前記本体部の上面に設けられた１以上のレーザ素子と、
　前記枠部の上面に固定され且つ前記枠部の内側に開口が設けられた支持部と、前記開口
を塞ぐように設けられた透光部と、を有する蓋体と、
　前記透光部の上方に配置されるレンズ体と、を備える発光装置であって、
　前記支持部は、
　　前記枠部の上面に固定される第１部位と、
　　前記第１部位の内側において前記第１部位よりも低い位置に設けられた、前記レンズ
体が配置される第２部位と、
　　前記第２部位の内側において前記第２部位よりも低い位置に設けられた、前記透光部
が配置される第３部位と、を有し、
　前記透光部と前記レンズ体との熱膨張係数差は、前記透光部と前記本体部との熱膨張係
数差よりも小さいことを特徴とする発光装置。
【請求項２】
　前記支持部は、上方から視て前記第２部位と前記第３部位との間に、前記第２部位より
も低い位置で且つ前記第３部位よりも高い位置に設けられた第４部位を有していることを
特徴とする請求項１に記載の発光装置。
【請求項３】
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　前記支持部は、前記枠部から内側に離間した位置において、前記第１部位と前記第２部
位とを繋ぐ第５部位を有し、
　前記第５部位は、前記第２部位よりも低い位置で下に凸となるように屈曲していること
を特徴とする請求項１又は請求項２に記載の発光装置。
【請求項４】
　前記本体部の上面には、前記１以上のレーザ素子として２以上のレーザ素子が配置され
ていることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項５】
　前記透光部は、第１接合材で前記支持部に固定されており、
　前記レンズ体は、前記第１接合材よりもヤング率が小さい第２接合材で前記支持部に固
定されていることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項６】
　前記第１接合材はガラスであり、
　前記第２接合材は樹脂であることを特徴とする請求項５に記載の発光装置。
【請求項７】
　前記蓋体における前記第１部位の上面に、その一端が固定された筒状の導光部材と、
　前記導光部材の他端を覆うように固定された蓋と、を備えることを特徴とする請求項１
～６のいずれか１項に記載の発光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　基体と、基体の上面に固定された半導体レーザ素子と、半導体レーザ素子を取り囲むよ
うに設けられた蓋体と、蓋体の貫通孔を塞ぐように蓋体に接合された透光性部材と、を備
える発光装置が知られている。この発光装置において、蓋体には、上面視で貫通孔を取り
囲むように、断面が略Ｕ字状の湾曲部が形成されている。そして、蓋体の膨張による変形
を湾曲部で吸収させて、透光性部材にクラックが入ることを防止している（例えば、特許
文献１の図１）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－２８９９５８
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このような発光装置においては、透光性部材の破損をより低減できる余地がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一形態に係る発光装置は、本体部と、前記本体部の上面に設けられた枠部と、
を有する基体と、前記枠部の内側であって前記本体部の上面に設けられた１以上のレーザ
素子と、前記枠部の上面に固定され且つ前記枠部の内側に開口が設けられた支持部と、前
記開口を塞ぐように設けられた透光部と、を有する蓋体と、前記透光部の上方に配置され
るレンズ体と、を備える。前記支持部は、前記枠部の上面に固定される第１部位と、前記
第１部位の内側において前記第１部位よりも低い位置に設けられた、前記レンズ体が配置
される第２部位と、前記第２部位の内側において前記第２部位よりも低い位置に設けられ
た、前記透光部が配置される第３部位と、を有し、前記透光部と前記レンズ体との熱膨張
係数差は、前記透光部と前記本体部との熱膨張係数差よりも小さい。
【図面の簡単な説明】
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【０００６】
【図１】図１は、実施形態に係る発光装置の斜視図である。
【図２】図２は、実施形態に係る発光装置の上面図である。
【図３】図３は、図２のIII－IIIにおける断面図である。
【図４】図４は、図３の破線枠における拡大図である。
【図５】図５は、図２のV－Vにおける断面図である。
【図６】図６は、導光部材と蓋とを含む発光装置の斜視図である。
【図７】図７は、図６のVII－VIIにおける断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　本発明を実施するための形態を、図面を参照しながら以下に説明する。ただし、以下に
示す形態は、本発明の技術思想を具体化するためのものであって、本発明を限定するもの
ではない。なお、各図面が示す部材の大きさや位置関係等は、説明を明確にするために誇
張していることがある。本明細書では、発光装置の光取出し面側（図３の上側）を上方と
し、その反対側（図３の下側）を下方とする。また、リードピン１３が延びる方向と平行
な方向をＸ方向といい、リードピン１３が延びる方向に垂直な方向をＹ方向という。
【０００８】
　＜実施形態＞
　図１に本実施形態に係る発光装置２００の斜視図を示し、図２に発光装置２００の上面
図を示し、図３に図２のIII－IIIにおける断面図を示し、図４に図３の破線枠内の拡大図
を示し、図５に図２のV－Vにおける断面図を示す。
【０００９】
　図１～図５に示すように、発光装置２００は、本体部１１及び本体部１１の上面に設け
られた枠部１２を有する基体１０と、枠部１２の内側であって本体部１１の上面に設けら
れた１以上のレーザ素子２０と、枠部１２の上面に固定され且つ枠部１２の内側に開口が
設けられた支持部３１と、開口を塞ぐように設けられた透光部３２と、を有する蓋体３０
と、透光部３２の上方に配置されるレンズ体４０と、を備える。このとき、支持部３１は
、枠部１２の上面に固定される第１部位３１ａと、第１部位３１ａの内側において第１部
位３１ａよりも低い位置に設けられた、レンズ体４０が配置される第２部位３１ｂと、第
２部位３１ｂの内側において第２部位３１ｂよりも低い位置に設けられた、透光部３２が
配置される第３部位３１ｃと、を有し、透光部３２とレンズ体４０との熱膨張係数差は、
透光部３２と本体部１１との熱膨張係数差よりも小さい。
【００１０】
　発光装置２００によれば、レーザ素子２０が配置される空間を封止する透光部３２等の
破損を低減することができる。以下、この点について詳述する。
【００１１】
　発光ダイオード素子に比べてレーザ素子は発熱しやすいため、一般的に、レーザ素子は
比較的熱伝導率の高い材料からなる本体部に載置される。熱伝導率の高い材料としては、
例えば銅等の金属材料が挙げられるが、これらの材料は比較的熱膨張係数が大きい。つま
り、本体部は、他の部材に比較して熱膨張係数が大きい傾向にある。したがって、レーザ
素子の駆動で生じる熱により、本体部に熱が伝わると、本体部が膨張して外側に広がりや
すくなるため、本体部に固定された枠部も外側に広がりやすくなり、透光部３２が破損し
やすくなる。
【００１２】
　そこで、発光装置２００では、蓋体３０に含まれる支持部３１として、枠部１２の上面
に固定される第１部位３１ａと、第１部位３１ａの内側において第１部位３１ａよりも低
い位置に設けられた、レンズ体４０が配置される第２部位３１ｂと、第２部位３１ｂの内
側において第２部位３１ｂよりも低い位置に設けられた、透光部３２が配置される第３部
位３１ｃと、を含むものを用いている。つまり、２か所以上の段を設け、１つの段にレン
ズ体４０を、その段よりも内側に位置する段に透光部３２を、それぞれ配置している。そ
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して、透光部３２とレンズ体４０の熱膨張係数差を透光部３２と本体部１１との熱膨張係
数差よりも小さくしている。これらの構成によれば、レンズ体４０により透光部３２にか
かる応力を低減することができるため、透光部３２の破損を低減することができる。
【００１３】
　以下、発光装置２００の構成要素について説明する。
【００１４】
　（基体１０）
　基体１０は、本体部１１と、本体部１１の上面に設けられた枠部１２と、を有する。
【００１５】
　本体部１１には、レーザ素子２０が実装されるため、比較的熱伝導率の高い材料が用い
られる。発光装置２００では、本体部１１として、銅を主成分として含む金属材料を用い
ている。なお、本明細書において、「主成分として含む」とは、全体の重量の５０％を超
えてある材料を含むことをいう。本体部１１としては、全体の重量の９９％以上の銅を含
むものを用いることが好ましい。
【００１６】
　発光装置２００では、本体部１１の上面において、レーザ素子２０を配置する領域が、
枠部１２を固定する領域よりも上方に位置しているものを用いる。つまり、本体部１１と
して、部分的に上方に凸状になっているものを用いており、凸部の上面にレーザ素子２０
が配置されている。これにより、本体部１１の反りによる、レーザ素子２０の剥がれを低
減することができる。
【００１７】
　枠部１２は、上方から視て本体部１１に固定された全てのレーザ素子２０を取り囲むよ
うに、本体部１１の上面に固定されている。枠部１２としては、後述する蓋体３０の支持
部３１と熱膨張係数の近い材料を用いることが好ましい。これにより、枠部１２と支持部
３１とを溶接する際の熱で透光部３２が破損することを抑制することができる。枠部１２
としては、例えば、鉄を主成分として含む材料を用いることができる。発光装置２００で
は、鉄を主成分として含む材料として、ニッケル鉄合金を用いている。この他に、鉄を主
成分として含む材料としては、ステンレス鋼、コバールが挙げられる。発光装置２００で
は、枠部１２は、蓋体３０を固定する部分を含む第１枠部と、第１枠部の外側面に設けら
れた第２枠部と、により枠部１２は構成されているが、第１枠部のみから構成されていて
もよい。
【００１８】
　枠部１２の上面の外縁は、上面視で四角形としている。これにより、レーザ素子２０を
直線状に配置することができるため、レーザ素子２０の配置ばらつきを低減することがで
きる。枠部１２の上面の外縁は、円形としてもよい。この場合は、支持部３１の全体にお
いて支持部３１にかかる応力を均等にすることができるため、透光部３２の破損を低減し
やすくできる。枠部１２には、４つのリードピン１３が固定されている。なお、リードピ
ン１３の数は、Ｙ方向におけるレーザ素子２０の数に応じて変更することができる。
【００１９】
　（レーザ素子２０）
　基体１０の本体部１１の上面には、１以上のレーザ素子２０が配置されている。２以上
のレーザ素子２０が本体部１１の上面に配置されていることが好ましく、ここでは、１４
個のレーザ素子２０が配置されている。レーザ素子２０の数が多くなるほどレーザ素子２
０全体で発生する熱量が多くなり、本体部１１が反りやすくなるため、本実施形態による
透光部３２の破損を低減する効果が顕著となる。Ｘ方向におけるレーザ素子２０の数は、
Ｙ方向におけるレーザ素子２０の数よりも多いことが好ましい。Ｙ方向におけるレーザ光
の広がりに比べてＸ方向におけるレーザ光の広がりが狭いため、本体部１１を大きくする
ことなく本体部１１に配置できるレーザ素子２０の数を増やすことができるためである。
また、本体部１１の大きさを大きくする必要がないため、本体部１１が反りやすくなるこ
とを抑制できる。
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【００２０】
　本体部１１に配置される２以上のレーザ素子２０のうちの少なくとも１つには、窒化物
半導体が含まれることが好ましく、ＧａＮ系の半導体が含まれることがより好ましい。Ｇ
ａＮ系の半導体を含むレーザ素子２０は集塵しやすいため、気密封止による集塵低減の効
果が顕著となる。発光装置２００では、すべてのレーザ素子２０がＧａＮ系の半導体を含
む。ＧａＮ系の半導体としては、例えば、ＧａＮ、ＩｎＧａＮ、及びＡｌＧａＮの少なく
とも１つを含むものを用いることができる。レーザ素子２０の発光ピーク波長は、４２０
ｎｍ～５７０ｎｍの範囲内にあることが好ましく、４３０ｎｍ～５５０ｎｍの範囲内にあ
ることがより好ましい。
【００２１】
　図３～図５に示すように、レーザ素子２０は、本体部１１の上面と平行に光が照射され
るように配置されている。つまり、レーザ素子２０は、その光出射端面が本体部１１の上
面と垂直になるように配置されている。これにより、レーザ素子２０の主面を本体部１１
と平行に実装することができるため、レーザ素子２０で生じる熱を発散しやすくできる。
各レーザ素子２０は各サブマウント７０に固定されており、レーザ素子２０はサブマウン
ト７０を介して本体部１１に実装されている。これにより、各レーザ素子２０の光出射端
面における発光点から本体部１１の上面までの距離をサブマウント７０の厚みの分だけ大
きくすることができるため、レーザ素子２０から放射された光を効率よく後述する光反射
体９０に照射することができる。
【００２２】
　サブマウント７０としては、本体部１１の熱膨張係数と各レーザ素子２０の熱膨張係数
との間の熱膨張係数を有するものを用いることが好ましい。これにより、レーザ素子２０
の剥がれや、サブマウント７０の剥がれを抑制することができる。レーザ素子２０として
窒化物半導体を含む材料を用いる場合は、サブマウント７０として、例えば、窒化アルミ
ニウム、又は炭化ケイ素を用いる。各サブマウント７０には金属膜が設けられており、各
レーザ素子２０はＡｕ－Ｓｎ等の導電層により各サブマウント７０に固定されている。
【００２３】
　図３及び図４に示すように、各レーザ素子２０は、ワイヤ６０（金属細線）により、リ
ードピン１３と電気的に接続されている。ここでは、リードピン１３の下方にはレーザ素
子が配置されていないサブマウント８０が配置されている。そして、Ｘ方向に並ぶ２以上
のレーザ素子２０のうちの一端に配置されたレーザ素子２０とサブマウント８０とをワイ
ヤ６０により電気的に接続し、サブマウント８０とリードピン１３とをワイヤ６０により
電気的に接続している。これにより、ワイヤ６０の長さが長くなることを低減できるため
、ワイヤ６０の破断を抑制しやすくなる。サブマウント８０の材料は、サブマウント７０
と同様のものを用いることができる。
【００２４】
　図５に示すように、本体部１１の上面であって枠部１２の内側には１以上の光反射体９
０が配置されている。光反射体９０は、各レーザ素子２０から出射される光を透光部３２
に向けて反射させるものである。ここでは、レーザ素子２０の数と同じ数の光反射体９０
が、サブマウント７０を介することなく本体部１１に固定されている。光反射体９０を用
いることにより、各レーザ素子２０からの光が光反射体９０を経由することなく透光部３
２に直接照射される場合に比較して、各レーザ素子の光出射端面からレンズ体４０の光入
射面までの光の行路を長くすることができるため、光反射体９０と各レーザ素子２０との
実装ずれによる影響を小さくすることができる。
【００２５】
　光反射体９０としては、少なくとも一面に光反射面を有する光学素子を用いる。光学素
子としては、主材が石英若しくはＢＫ７等のガラス、アルミニウム等の金属、又はＳｉ等
の熱に強い材料からなり、光反射面が金属や誘電体多層膜等の反射率の高い材料からなる
ものを用いることができる。
【００２６】
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　（蓋体３０）
　枠部１２の上面には、蓋体３０が固定されている。蓋体３０は、上方から視て枠部１２
の内側で開口した支持部３１と、開口を塞ぐ透光部３２と、を有する。蓋体３０に関する
以下の説明では、「平行」とは基準面に対して完全に平行なものだけではなく、１０度以
下で傾くものも含まれる。また、「垂直」とは基準面に対して完全に垂直なものだけでは
なく、１０度以下で傾くものも含まれる。
【００２７】
　支持部３１の材料は、枠部１２と溶接しやすくするために、比較的熱伝導率の低い材料
を用いる。例えば、枠部１２で例示した材料と同様の材料を用いることができる。発光装
置２００では、基体１０と蓋体３０とにより、レーザ素子２０が配置された空間は気密封
止された空間となっている。
【００２８】
　支持部３１は、図４に示すように、枠部１２の上面に固定される第１部位３１ａと、第
１部位３１ａの内側において第１部位３１ａよりも低い位置に設けられた、レンズ体４０
が配置される第２部位３１ｂと、第２部位３１ｂの内側において第２部位３１ｂよりも低
い位置に設けられた、透光部３２が配置される第３部位３１ｃと、を少なくとも有する。
図４に示すように、第１部位３１ａ～第３部位３１ｃは、本体部１１の下面と平行な領域
を含むことが好ましい。これにより、枠部１２への固定や、レンズ体４０及び透光部３２
の固定を容易に行うことができる。なお、第２部位３１ｂは平坦な領域を含まなくてもよ
い。
【００２９】
　発光装置２００では、支持部３１は、上方から視て第２部位３１ｂと第３部位３１ｃと
の間に、第２部位３１ｂよりも低い位置で且つ第３部位３１ｃよりも高い位置に設けられ
た第４部位３１ｄを有する。これにより、支持部３１と透光部３２とを第１接合材３３を
用いて接合する際に、第１接合材３３が第２部位３１ｂに這い上がることを低減すること
ができ、レンズ体４０を固定しやすくなる。第４部位３１ｄは、本体部１１の下面と平行
な領域を含む。なお、第４部位３１ｄはなくてもよい。つまり、第２部位３１ｂと第３部
位３１ｃとが後述する第６部位３１ｆにより繋げられていてもよい。
【００３０】
　支持部３１は、第１部位３１ａと第２部位３１ｂとを繋ぐ第５部位３１ｅを有すること
ができる。発光装置２００では、第５部位３１ｅは、枠部１２から内側に離間した位置に
おいて、第２部位３１ｂよりも低い位置で下に凸となるように屈曲している。言い換える
と、第５部位３１ｅは、枠部１２に接しないように、第１部位３１ａから第２部位３１ｂ
よりも低い位置まで延伸してから内側上方に屈曲して第２部位３１ｂに接続されるように
設けられている。これにより、第５部位３１ｅのうちの下方に延伸する領域で弾性変形し
て応力を吸収させやすくできる。さらに、上方に屈曲する領域で物理的な強度を確保する
ことができるため、レンズ体４０や透光部３２の破損を低減できる。また、第５部位３１
ｅに屈曲する領域を設けることにより、過剰な第２接合材５０をとどめることができる。
第２接合材と第１接合材とが接触すると、レーザ素子からの光が第２接合材に当たり、第
２接合材が劣化する可能性があるところ、発光装置２００によれば、第２接合材５０を外
側に寄せて配置することにより第２接合材５０が内側に入って第１接合材３３と接触する
ことを抑制することができる。第５部位３１ｅの最上部から最下部までの長さは、例えば
、１．５ｍｍ以上４ｍｍ以下の範囲内とすることができる。第５部位３１ｅの最下部は、
第３部位３１ｃの最下部よりも低いことが好ましい。これにより、第５部位３１ｅの最上
部から最下部までの長さを長くできるため、応力を吸収しやすくすることができる。
【００３１】
　支持部３１は、第２部位３１ｂと第４部位３１ｄとを繋ぐ第６部位３１ｆを有する。第
６部位３１ｆは、内側から外側に向かって広がるように傾斜した領域を含む。このとき、
本体部１１の下面に対して垂直な面から３０度以下の範囲で傾斜していることが好ましい
。これにより、第４部位３１ｄと第２部位３１ｂとを繋ぐ第６部位３１ｆをある程度急峻
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な領域とすることができるため、第１接合材３３の第２部位３１ｂへの這い上がりを低減
しやすくなる。
【００３２】
　支持部３１は、第３部位３１ｃと第４部位３１ｄとを繋ぐ第７部位３１ｇを有する。こ
れにより、透光部３２の位置合わせを行いやすくなる。第７部位３１ｇは本体部の下面に
対して垂直な面から１５度以下の範囲で傾斜する領域を含むことが好ましい。これにより
、第１接合材３３の第４部位３１ｄへの這い上がりを低減しやすくなる。
【００３３】
　支持部３１は、比較的薄く、一定の厚みで構成されることが好ましい。つまり、支持部
３１は薄板であることが好ましい。これにより、支持部３１をプレス加工にて製造するこ
とができるので、製造時におけるコストを低減することができる。例えば、支持部３１の
厚みは全体的に、０．０３ｍｍ以上０．２ｍｍ以下の範囲内であることが好ましく、０．
０５ｍｍ以上１．５ｍｍ以下の範囲内であることがより好ましい。発光装置２００では、
支持部３１のうちの少なくとも枠部１２に固定されている領域を除く領域は、一定の厚み
で構成されている。つまり、第２部位３１ｂ～第７部位３１ｇは同じ厚みである。なお、
第１部位３１ａを枠部１２に溶接で固定する場合は、その部分が若干薄くなる場合もある
。ここでいう厚みとは、第１部位３１ａ～第４部位３１ｄは上下方向、第５部位３１ｅ～
第７部位３１ｇは左右方向の長さである。また、ここでいう「同じ厚み」には、±１０％
以下の厚みの差は含まれる。
【００３４】
　透光部３２は、支持部３１の開口を塞ぐように、第３部位３１ｃに固定されている。こ
こでは、第３部位３１ｃの上面に透光部３２が固定されており、透光部３２の外縁が、上
方から視て開口の外縁よりも外側に位置するように設けられている。
【００３５】
　発光装置２００では、透光部３２の材料として、ガラスを用いている。このほかに、例
えば、サファイアを用いることができる。透光部３２の厚み（上下方向の長さ）は、０．
５ｍｍ以上１ｍｍ以下の範囲内であることが好ましい。前述の下限値以上とすることによ
り透光部３２の強度を確保することができ、前述の上限値以下とすることにより光反射体
９０からレンズ体４０までの距離を小さくすることができる。
【００３６】
　透光部３２は、第１接合材３３により支持部３１に固定されている。第１接合材３３と
しては、透光部３２及び支持部３１に比較的近い熱膨張係数を有する材料を用いることが
できる。第１接合材３３は、レーザ素子２０への集塵を低減するために、無機材料である
ことが好ましい。第１接合材３３としては、例えば、低融点のガラスを用いることができ
る。
【００３７】
　（レンズ体４０）
　レンズ体４０は、透光部３２から上方に離間して配置され、レーザ素子２０からの光の
配光を制御する。レンズ体４０は、支持部３１の第１部位３１ａの内縁よりも内側に固定
されている。これにより、第１部位３１ａの上面に他の部材を固定しやすくなる。例えば
、図６及び図７に示すように、レンズ体４０への集塵を低減するために、第１部位３１ａ
の上面に筒状の導光部材１００を固定し、導光部材１００の端部を蓋１１０で覆うことが
できる。つまり、導光部材１００の一端と第１部位３１ａとが固定され、導光部材１００
の他端と蓋１１０とが固定されている。これにより、比較的大きな塵等がレンズ体４０に
付着することを低減することができる。支持部３１と導光部材１００と蓋１１０とにより
構成される空間は、気密封止された空間とすることが好ましい。これにより、レンズ体４
０が配置される空間に比較的小さな塵が侵入することを抑制することができるため、発光
装置２００の信頼性を向上させることができる。
【００３８】
　発光装置２００では、筒状の導光部材１００として、内部に中空が設けられた四角錘台
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のものを用いている。なお、筒状の導光部材１００として、内部に中空が設けられた四角
柱のものや、内部に中空が設けられた円柱のもの等を用いてもよい。また、図６及び図７
では、導光部材１００として、導光部材１００の一端から他端に向かって幅が狭くなるも
のを用いているが、一端から他端に向かって同じ幅の中空が設けられているものや、一端
から他端に向かって幅が広くなるものを用いてもよい。蓋１１０としては、透光性のもの
を用いることができ、例えば、ガラスやサファイア等を用いることができる。支持部３１
と導光部材１００と蓋１１０とにより構成される空間内には、波長変換部材やレンズ等の
部材が配置されていてもよい。
【００３９】
　発光装置２００では、レンズ体４０として、レンズ体４０に設けられたレンズ部４１を
通過する光が平行光に近づくコリメートレンズを用いている。なお、ここでいうコリメー
トレンズは、レンズ部４１で光を完全に平行にするものも含む。
【００４０】
　レンズ体４０と透光部３２との熱膨張係数差はできるだけ小さいことが好ましい。これ
により、透光部３２の破損を低減しやすくなる。レンズ体４０と透光部３２との熱膨張係
数差は、例えば、５×１０-6/℃以下とすることができ、２×１０-6/℃以下とすることが
好ましい。レンズ体４０としては、ショット製の「Ｂ２７０」や「ＢＫ７」（硼珪酸ガラ
ス）などのガラス等を用いることができる。
【００４１】
　図２に示すように、レンズ体４０は、上方から視て、複数のレンズ部４１と、複数のレ
ンズ部４１を取り囲む非レンズ部４２と、を有する。ここでは、複数のレンズ部４１及び
非レンズ部４２は同じ材料により、一体で構成されている。そして、図４に示すように、
非レンズ部４２と第２部位３１ｂとが第２接合材５０により接続されている。これにより
、レーザ光が第２接合材５０に当たることを低減しながら、レンズ体４０を支持部３１に
固定することができる。上方から視て、第２部位３１ｂは、枠部１２の内縁に沿うように
設けられており、レンズ体４０は第２部位３１ｂにおいて枠状に固定されている。つまり
、発光装置２００における上下方向のどの断面においても、レンズ体４０は、枠部１２の
内側において支持部３１に固定されている。これにより、枠部１２が外側に広がるように
引っ張られてもレンズ体４０で広がりを抑えることができるため、透光部３２の破損を低
減できる。なお、レンズ体４０の全体の熱膨張係数が透光部３２の熱膨張係数に近いもの
で、レンズ部４１と非レンズ部４２とは別材料により構成されているものをレンズ体４０
として用いてもよい。
【００４２】
　レンズ部４１は、レーザ光の広がりの小さい方向において、隣り合うレンズ部と連続し
て設けられている。つまり、レンズ部４１は、Ｘ方向において連続して設けられている。
これにより、レンズ体４０を小さくすることができ、発光装置２００全体として小さくす
ることができる。
【００４３】
　第２接合材５０は、第１接合材３３よりもヤング率が小さい材料であることが好ましい
。第２接合材５０は、第１接合材３３よりも枠部１２に近い領域に設けられるため応力が
かかりやすくなるが、比較的ヤング率の小さい材料を用いることにより第２接合材５０や
レンズ体４０の破損を低減することができる。第２接合材５０としては、樹脂を用いるこ
とが好ましく、紫外線硬化型の樹脂を用いることがより好ましい。紫外線硬化型の樹脂を
用いることにより、第２接合材５０が硬化されるまでの時間を考慮しながらレンズ体４０
を調整する必要がなくなるため、レンズ体４０の位置を正確に調整しやすくなる。なお、
図４において、第２接合材５０が、支持部３１において応力を緩和させる第５部位３１ｅ
に接しているが、第２部位３１ｂにのみ設けられていてもよい。このように、第５部位３
１ｅに接する場合でも、ヤング率の小さい材料を用いているため、第５部位３１ｅでの応
力緩和の効果を得ることができると考えられる。
【産業上の利用可能性】
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【００４４】
　実施形態に記載の発光装置２００は、プロジェクタ等に使用することができる。
【符号の説明】
【００４５】
　１０…基体
　１１…本体部
　１２…枠部
　１３…リードピン
　２０…レーザ素子
　３０…蓋体
　３１…支持部
　３１ａ…第１部位
　３１ｂ…第２部位
　３１ｃ…第３部位
　３１ｄ…第４部位
　３１ｅ…第５部位
　３１ｆ…第６部位
　３１ｇ…第７部位
　３２…透光部
　３３…第１接合材
　４０…レンズ体
　４１…レンズ部
　４２…非レンズ部
　５０…第２接合材
　６０…ワイヤ
　７０、８０…サブマウント
　９０…光反射体
　１００…導光部材
　１１０…蓋
　２００…発光装置
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